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(54) Zpasob vyroby elektricky izolované polovoditové soutastky pritlaéného typu -

Vynélez se tykd zplsobu vyroby elektricky
izolované polovodi¢ové soudsstky napfiklad miist-
kového polovoditového obvodu neboli polovodi-
¢ového modulu.

Miistkové polovodi€ové obvody jsou tvofeny
obvykle dvéma nebo vice propojenymi prvky
(diodami, tyristory nebo jejich . kombinacemi),

které jsou elektricky izolovany od, zdkladny. Za-.

kladna, ktera slouZi k odvodu ztrdtového tepla do
chladide a k pfipojeni na chladi¢, je od polovodico-
vych prvka elektricky izolovana. K tomu slouZi
tepelné vodivé, ale elektricky nevodivé, zpravidla
keramické destitky, napf. na bazi korundu, nitridu

boritého nebo kysli¢niku berylnatého. Sestava

mistkového obvodu je zapouzdiena do plastu,
napf. do epoxidové nebo silikonové pryskyfice,
zpravidla tak, Ye do predem vylisovaného plasté
pouzdra z lisovaci hmoty spojeného tmelem nebo
lepidlem s kovovou zdkladnou, na ni? jsou osazeny

polovodi&ové prvky, se nalije a vytvrdi zalévaci .

pryskyfice. Miistkové obvody jsou opatfeny vyvo-
dy, které umoziiuji propojeni moduli do vicefazo-
vych mistkd nebo reguldtord stiidavého proudu.
Diky elektricky izolované zdkladng Ize tyto sestavy
nékolika moduld osazovat na jeden chladi¢, a tim
uSetfit prostor i materidl.

Z konstrukéniho hlediska lze polovodi¢ové mo-

~ duly — stejné€ jako vykonové polovoditové prvky
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— rozdélit-na dva typy: pajené moduly a moduly
s pfitlakem. V prvaim pfipadé jsou kontakty
vytvofeny pajenim, zpravidla mékkymi pajkami -
olovo—cin, u druhého typu je kontaktd dosahova-
no kluznym uloZenim vhodnou pfitlatnou kon-
strukci. Moduly pfitlaéné konstrukce jsou z tech-
nologického hlediska jednodus$i — nevyZaduji
pokoveni keramiky a z technického hiediska vy-
hodnéjsf — konstrukce iépe odolava proudovym
resp. teplotnim razim.
Jedna z nejdileZitéjsich veli€in polovodlcove
souéastky je tepelny odpor a je Zadouci, aby byl co /
iz§i. Proto se vyrdb&ji i souéastky, kde styk :
soucastky s chladi¢em je zprostfedkovan pfimo
keramikou zapusténou v pouzdie z plastu a bei
kovové zikladny. Obvykle se.postupuje tak, ze

'kerarmcka destitka je zapuSténa v pouzdfe pii,

zalévéni nebo zalisovdni do plastu a v pouzdie
z plastu zistava zalita i pfitlaéna konstrukce. Tento
zpusob vyroby je viak technologmky.komphkova- '
ny a pracny.

Tuto nevyhodu odstraiiuje zpiisob vyroby elek-
tricky izolované polovoditové soucdstky pﬁtlaéné— ‘
ho typu podle vynélezu, jehoZ podstata spo€ivd
v tom, Ye tepelné vodivy substrdt, na némz je

~ umisténa sestava polovodiové souddstky opatfend

¥ awr

vyvody se spoji s vnéjsim plastém pouzdra ploSnym
lepenym spojem vytvofenym reaktoplastovym ne-



bo elastomernim lepidlem a po vytvrzeni lepidla se
sestava poloyoditové soudastky pfitladi vné;jsi p¥i-

~ tlaénou konstrukci umist&nou vn& souéistky. Po-

tom se prostor mezi pld§tém pouzdra a elektroizo-
la¢nim tepeln¢ vodivym substritem zalije reakto-
plastovou pryskyfici a po vytvrzeni pryskynce se
vnéj§i pfitlak odstrani.

Vyhodou zpiisobu vyroby elektrlcky izolované
polovodidové souédstky podle vynslezu je techno-
logickd jednoduchost, materidlovd nenaroénost
a nizk4 pracnost vjroby moduli s tepelné vodivym
elektricky izolujicim substriatem, umoZiiujicfm pii-

- my styk s chladi¢em.

-

Na pfiloZzeném vykresu je v fezu schematicky
zndzornéna elektricky izolovand polovoditova
soucdstka pfitlaéného typu, vyrobend zplisobem
podle vynalezu.

Na elektroizolacnim tepelné vodivém substratu
1 je umisténa sestava polovodidové souédstky
5 s vyvody 4 a 6. Elektroizolaéni tepelné vodivy
substrat 1 je spojen plo$nym lepenym spojem
2 s vnéjsim pldstém 3 pouzdra.

"~ Po vytvrzeni lepldia se sestava polovodlcove

axs w

soucldstky pfitlaéi vné;jsi pntlacnou konstrukci —

obr. naznaden pfitlak ve sméru ipek F:

Celd sestava polovodidové souddstky se zalije do
pryskytice a po jejim vytvrzeni se vnéj§i pfitlak
odstrani.

Piiklad 1
Polovodi¢ovy modul pfitlaéného typu u n&ho? je
elektroizolaéni tepelné vodivy substrit, tvofeny

desti¢kou z korundové keramiky, pfipojen k vngj-
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Simu plasti soucastky, pfedem vylisovanému ze
silikonové lisovaci hmoty, plo¥nym lepenym spo-
jem ze silikonové lisovaci hmoty, plo$nym lepenym
spojem ze silikonového tmelu vulkanizujiciho
vzdusnou vihkosti 24 hodin pfi 20 °C a potom je na
korundovou desti¢ku vleZena sestava polovodito-

. vé souddstky, obsahujici dva antiparaleln& zapoje-

né _tyristory, kterd se stladi pfitlakem 3 MPa
vyvozenym vné souldstky pfiloZenou piitlatnou
konstrukci a sestava se zalije nizkomolekuldrni
epoxidovou pryskyfici pInénou 100 hmotnostnimi
dily kfemenné moudky a vytvrzované 16 hmot-
nostnimi dily m-fenylendiaminu 2 hodiny pti 80 °C

a 3 hodiny pfi 150 °C. Po vytvrzeni zalévaci hmoty

se vnéjsi pfitla¢nd konstrukce odstrani.

Piiklad 2

Polovodi¢ovy modul pfitlaéného typu, u néhoz je
elektroizolatné vodivy substrat, tvofeny destitkou
z berylnaté keramiky, pfipojen k vné&j§imu plasti
soucdstky, pfedem vylisovanému z epoxidové liso-
vaci hmoty, plo§nym lepenym spojem z epoxidové
pryskyfice vytvrzované dikyadiomidem po dobu
1,5 hodiny pfi 150 °C, potom je na elektroizola&ni
desti¢ku vloZena sestava polovodiové sousstky,
obsahujici dva do série zapojené diodové polovo-
di¢ové systémy, stlaéi se pitlakem 3 MPa vyvoze-
nym vné€ soucdstky piiloZenou vnéj§i ptitladnou
konstrukci a sestava se zalije nizkomolekuldrni
epoxidovou pryskyfici vytvrzenou 30 hmotnostni-
mi dily methylendianilinu 2 hodiny pfi 80 °C
+ 4 hodiny pfi 150 °C. Po vytvrzeni zalévaci hmoty
se vnéjsi piitlaéna konstrukce odstrani.

PREDMET VYNALEZU

Zpisob vyroby elektricky izolované polovodi¢o-
vé souldstky pfitlaéného typu vyznadeny tim, Ze
elektroizolaéni tepelné vodivy substrét, na ném¥ je
umisténa sestava polovoditové soucéstky opatfend
vyvody, se spoji s vnéjSim plastém pouzdra lepe-

" nym ploS$nym spojem, vytvofenym reaktoplasto-

vym nebo elastomernim lepidlem a po vytvrzeni

lepidla se sestava polovoditové soucastky pfitladi

vnéj§i pfitlaénou konstrukei umistdnou vné sou-
Castky, potom se prostor mezi pla§tém pouzdra
a elektroizolaénim tepelné vodivym substritem

zalije reaktoplastovou pryskyfici a po vytvrzemA

pryskyfice se vnéjsi pfitlak odstrani.

1 vykres
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